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¢, Conoces las técnicas de inspeccion visual de componentes SMD con la norma IPC 6107

Parte 2: Criterios para SMD

¢, Conoces los criterios de inspeccion de tarjetas electronicas ensambladas para componentes SMD (Surface mount devices) o
SMT (Surface mount technology)? Clic para ver el video

NORMA IPC 610

Criterios de inspeccion
componentes SMD (SMT)

4 Aldelta

www.aldeltatec.com Technologies

En articulos pasados hablamos de la importancia de tener en cuenta los procesos de ensamble para lograr un PCB y un producto
electronico robusto. También revisamos los criterios de evaluacion para el ensamble de componentes electrénicos de tecnologia
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https://www.youtube.com/watch?v=eOCHdHM6H10&feature=youtu.be
https://www.aldeltatec.com/blog-diseno-con-normas-y-certificaciones/procesos-de-ensamble-de-pcb/
https://www.aldeltatec.com/blog-diseno-con-normas-y-certificaciones/inspeccion-tht-de-ensamble-de-pcb-con-la-ipc-610/
https://youtu.be/eOCHdHM6H10
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THT (Through Hole Technology) , hueco pasante, de insercion, o DIP. En en este articulo vamos a revisar los criterios de evaluacion
de soldadura smd con la norma IPC 610, o llamados para montaje superficial 0 SMT.

Estos criterios deben ser usados después de soldar la tarjeta ensamblada, de comUn acuerdo entre quien solda o ensambla el PCB
y elcliente o usuario. Se han resumido a los componentes de montaje superficial o insercion SMT mas usadosy sus
criterios visuales de inspeccién, contenidos en la tabla 2 y las figuras 4 y 5.

Criterios de aceptacion de soldadura SMD con la norma IPC 610 para componentes tipo CHIP (pastillas)
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% Figura 1: Desplazamiento lateral y ancho de la soldadura,

i componente SMT tipo Chip. Autoria propia basado en
IPC 610.
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Figura 2: Criterios de desplazamiento y soldadura,
componente SMT tipo Chip. Autoria propia. Autoria propia @
basado en IPC 610.
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Table 2: Criterios de aceptacion de soldadura para componentes tipo chip SMD con la IPC 610

Criterio

. . Clase 1 Clase 2 Clase 3
dimensional

Caracteristicas

Desplazamiento maximo lateral.

3 Menos del 50% Menos del 25%
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A pin) del componente o el componente o el
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Desplazamiento maximo frontal
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B No permitido
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https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2019/07/A-componente-electronico-smd-1206-perfil-desplazamiento-lateral.png
https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2019/07/B-componente-electronico-smd-1206-desplazamiento-lateral.png

. Criterio
Caracteristicas . )
dimensional
Ancho minimo de la conexién
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D
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Clase 1

El 50%

del ancho de
terminacion
del
componente
0 el 50% del
pad, lo que
sea menor.

Clase 2

El 50% del
ancho de
terminacion
del
componente
0 el 50% del
pad, lo que
sea menor.
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Clase 3

El 75% del ancho
de terminacién
del componente o
el 75% del pad, lo
gue sea menor.

Evidencia de mojado/humectaciéon adecuada.
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https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2019/07/componente-electronico-smd-1206-perfil-1.png
https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/D-componente-electronico-smd-1206-defecto-longitud-conexion-soldadura.png
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Criterio

) ) Clase 1 Clase 2 Clase 3
dimensional

Caracteristicas

Altura maxima del filete (menisco, relleno o
porcién de la soldadura)

R E) La soldadura puede sobresalir del pad, pero no
3 R 30 ) C debe tocar la parte no soldada, es decir el
. cuerpo del componente.

T
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. : . Igual
Altura minima del filete (menisco) a?l grosor de

gl Evidenciade la soldadura méas
3 R 30 mojado/humectacion 25%, 0 igual al
, F adecuada. grosor de la

l 7
€ soldadura mas
rJ 0.50 mm (.020 «),

‘i i
aldeltatec.com el que sea
menor.

Espesor minimo de la soldadura

3 R 30 | G Evidencia de apropiado mojado/humectacion.

e
G -
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https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/E-componente-electronico-smd-o-SMT-1206-defecto-altura-de-la-soldadura.png
https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/F-componente-electronico-smd-1206-defecto-altura-minima-filete.png
https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/G-componente-electronico-smd-1206-SMT-defecto-espesor-de-la-soldadura.png
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Caracteristicas . C”te'f'o Clase 1 Clase 2 Clase 3
dimensional

Traslape minimo frontal

o
3R30 o
Se requiere evidencia de alguna

superposicion.

-I (J) L aldeltatec.com

Ahora revisemos los criterios de evaluacion de soldadura SMD para circuitos integrados IC de
montaje superficial SMD, de la tabla 3 y la figura 6, usando la IPC 610.
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https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/J-componente-electronico-smd-1206-defecto-translape-minimo-frontal.png
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Figure 4: Criterios de inspeccion visual dimensional para
componentes tipo ala de gaviota (gull wing) IPC 610

Criterio

; . Clase 1 Clase 2
dimensional

Caracteristicas

Desplazamiento maximo lateral.

No mas del 50% del
ancho del terminal o

‘ y | | : 0.50 mm (.020 «), lo
. . . S qgque sea menaor.
aldeltatec.com J L

Clase 3

No mas del 25%
del ancho del
terminal o0 0.50
mm (.020 «), lo
gue sea menor.
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https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/A-Criterio-evaluacion-IPC-610-Componente-SMD-QFP-SMT-desplazamiento-lateral.png
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Clase 1, 2 ,3

La punta de la soldadura (pie o “toe”) es aceptable
siempre y cuando no viole el espaciamiento eléctrico
minimo.
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Criterio

Caracteristicas : : Clase 1-2 Clase3
dimensional
Ancho minimo de la conexion
50% del ancho dela  75%
C terminal o pin del del ancho de la
componente terminal o pin
- 1
Longitud minima de la conexion de lado
D Igual al ancho de terminal 0 0.50 mm

(.020 «) lo que sea menor.
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https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/C-Criterio-evaluacion-IPC-610-Componente-SMD-QFP-SMT-ancho-de-la-soldadura.png
https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/D-Criterio-evaluacion-IPC-610-Componente-SMD-QFP-SMT-longitud-de-la-soldadura-de-lado.png
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Caracteristicas Criterio Clase 1-2-3
dimensional
Altura maxima del filete (menisco,
relleno o porcion de la soldadura)
M,
T E No hay maximo, pero la soldadura no

debe tocar el cuerpo del componente.

E
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https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/E-Criterio-Evaluacion-IPC-610-componente-electronico-smd-o-SMT-1206-defecto-altura-del-filete.png
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Clasel

Evidencia de
mojado
apropiado

Clase2

Igual al
espesor de
la
soldadura
mas 50%
del
espesor
del
terminal.
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Clase3

Igual al
espesor de
la
soldadura
mas 100%
del
espesor
del
terminal.
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https://www.aldeltatec.com/wp-content/uploads/2020/04/F-Criterio-evaluacion-IPC-610-Componente-SMD-QFP-SMT-altura-minima-de-la-soldadura.png
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Caracteristicas C_rlter|o_ Clase 1-2-3
dimensional

Espesor minimo de la soldadura

G Evidencia de mojado apropiado
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Conoce mas sobre disefio, certificacion de productos y
personas con normas internacionales:

Aldelta Technologies tiene los recursos y ayudas que necesitas para disefar,
producir y deleitar a tus clientes y potenciar tu profesion. Revisa nuestro portafolio.
Aprende mas sobre el disefio con normas internacionales, o habla con un
especialista hoy mismo.
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IPC/WHMA-A-620D SP
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Requisitos y admisibilidad
de ensambles con cables
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Enero de 2017
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Puedes leer

. Criterios de aceptacion o rechazo IPC.

. Aceptacion de Ensamble SMT o SMD.

. Aceptacion de soldadura THT o insercion.

. Evaluacion de cables y arneses con la IPC 620

. Diferencias entre la IPC 620 vs la IPC 610

. Aceptacion de PCB o circuitos impresos con la IPC 600.

Aldelta latam
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